附件一：

| 1 | 设备用途 | 用于耳鼻喉科鼻、咽、喉部软组织的低温切割、消融、凝固和止血，适用于扁桃体、腺样体切除、鼾症（UPPP）、舌根消融、喉部肿瘤及鼻部手术等。 

| 2 |工作频率 | ≥100KHz，稳定在100KHz左右。 

| 3 | 工作温度 低温控制，工作温度范围40℃-70℃，确保创面无碳化，对周边组织热损伤小。 

| 4 | 输出功率| 最大输出功率≥350W（部分高端型号可达380W），功率档位多档可调（1-10档或0-9档）。 |

| 5 | 工作模式 | 至少具备三种工作模式：两种消融切割模式（ABLATION，用于打孔、切割、止血、消融）和一种凝血模式（PLACOAG，用于止血、凝固）。 

| 6 | 功能集成| 同一治疗刀头能同时实现消融、切割、凝固、止血功能，且在同一手柄、同一输出接口输出，避免术中更换刀头。 

| 7 | 智能控制| 具备阻抗侦测和自动能量检测功能，能根据组织情况自动调整能量输出；具有热损毁深度监控系统，实时检测并反馈治疗深度，达到预设范围自动提示。 

| 8 | 刀头适配性 | 适配多种型号刀头，可根据不同部位（鼻、咽、喉）和病症选择不同长短、粗细、弧度的刀头。应具备多极吸引切割功能，适合开展扁桃体、腺样体等手术。

| 9 | 显示与操作 | 面板显示阻抗、功率、时间等关键参数；具备防水面板；主机声音大小可调节，能区分不同工作模式的声音提示。 

| 10 | 安全性 | 等离子体作用层极薄（≤130微米），电场仅局限于双极刀头之间，能量控制在3-3.5eV，有效避免神经损伤。主机应具备自动识别手柄、脚踏连接状态以及刀头使用寿命的功能。 

